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Abstract 



An electrical connection between a hybrid assembly and an electrical printed circuit board is proposed, 
which connection is distinguished by the fact that the printed circuit board (4) has flexible regions which are 
used as connecting tabs (9) and are in touching contact with contact surfaces (11) of the hybrid assembly 
(1). The electrical connection is produced by soldering using a soldering iron, holes which are provided in 
the ends of the connecting tabs (9) simplifying visual inspection of the connections. Precise alignment of the 
printed circuit board (4) with respect to the hybr id ass embly (1) is simplified by means of an adjusting device 

having located pins (8) and locating holes (12). I 
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@ Elektrische Verbindung zwischen einer Hybridbaugruppe und einer Leiterplatte sowie Verfahren zur deren 
Herstellung 

Es wird eine elektrische Verbindung zwischen einer Hy- 
bridbaugruppe und erner elektrischen Leiterplatte vorge- 
schlagen, die sich dadurch auszeichnet. dafi die Leiterplatte 
(4) flexible, als AnschluRfahnen (9) dienende Bereiche auf- 
weist, die mit Kontaktflachen (11) der Hybridbaugruppe (1) 
in Beruhrung treten. Die elektrische Verbindung wird durch 
BugeJ-Lotung erzeugt, wobei in den Enden der AnschluB- 
fahnen (9) vorgesehene Ldcher die Sichtkontrolle der Ver- 
bindungen erieichtern. Eine genaue Ausrichtung der Leiter- 
platte (4) gegenuber der Hybridbaugruppe (1) wird durch 
eine Fangstifte (8) und Fanglocher (12) aufweisende Justier- 
einrichtung erieichtert. 
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Beschreibung 



2 

Zeichnung 



Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft eine elektrische Verbindung 
zwischen einer Hybridbaugruppe und einer Leiterplatte 
nach der Gattung des Hauptanspruchs sowie ein Ver- 
fahren zu deren HersteUung gemaB Oberbegriff des An- 
spruchs9. . 

Bekannte elektrische Verbindungen zwischen Hy- 
bridbaugruppen und Leiterplatten bestehen beispiels- 
weise aus starren Karamen. die mit den beiden genann- 
ten Teilen f est verlotet sind. 

Andere bekannte elektrische Verbindungen weisen 
Bondverbindungen zwischen den Hybridbaugruppen 
und den Leiterplatten auf. . , o ■ r 

Diese Verbindungen haben den Nachteil daB sie auf- 
wendig in der HersteUung und nicht universeU verwend- 
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Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeich- 
nung nSher eriautert Es zeigen: ,r u- 

Fig. 1 eine Seitenansicht einer elektrischen Verbm- 
dung zwischen einer Hybridbaugruppe und einer Lei- 

*^g^2^ eine Draufsicht auf die Anordnung gemSB 
Flff- 1* 

Fig. 3 eine VergraBerung eines Ausschnitts aus Fig- 2. 
namUch eine AnschluBf ahne mit einer Ausnehmung und 

Fig. 4 erne Seitenansicht einer Anordnung ahnlich 
Fig. 1 miteinem Halterahmen. 

Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele 

Fig-1 zeigt in einer Seitenansicht eine als Dick- 
schicht-Hybridbaugruppe ausgelegte Hybridbaugruppe 
mit einigen ledigiich angedeuteten Bauelementen Z Die 



wendiginder HersteUungundnicMumverseuverwe^^^ HXidbaUOT^^ ist auf eine als KuhlkSrper 3 die- 
bar sind Beispielsweise mOssenbeid^^^^^^^ 20 beispielsweis^ geklebt. 



gen jeweils starre Verbindungen zwischen Leiterplatte 
und Hybridbaugruppe geschaffen werden. wodurdi die 
AnschluBmoglichkeiten der Hybridbaugruppe emge- 
schrankt werden: In den Bereichen der starren Verbm- 
dungen kSnnen keine elektrischen Verbindungen vor- 
gesehen werden. 

Vorteile der Erfindung 
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Die erfindungsgemaBe elektrische Verbindung zwi- 
schen Hybridbaugruppe der Leiterplatte mit den im 
Hauptanspruch genannten Merkmalen hat dem gegen- 
uber den Vorteil. daB sie automatisch und in groBsenen- 
tauglichen Fertigungsverfahren herstellbar ist Beson- 
ders vorteilhaft ist die einfache Vorbereitung der Ver- 
bindung. die ledigiich darin besteht. daB flexible, als An- 
schluBfahnen dienende Bereiche der Leiterplatte vorge- 
sehen werden. 

Bei einem besonders bevorzugten AusfUhrungsbei- 
spiel ist eine Justiereinrichtung vorgesehen. durch die 40 
die mit den Kontaktflachen der Hybridbaugruppe zu 
verbindenden AnschluBfahnen der Leiterplatte sehr ge- 
nau aufeinander ausgerichtet und in dieser Lage gehal- 

ten werden- . . . i • u 

Ein weiteres bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel zeicti- 
net sich durch einen Halterahmen aus. der sowohl der 
Zugentlastung der elektrischen Verbindung und/oder 
dem Schutz der Hybridbaugruppe und der Verbmdun- 

gen dienL , . * - 

Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der elektri- 
schen Verbindung ergeben sich aus den UnteransprU- 
chen. „ 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur HersteUung 
der elektrischen Verbindung zwischen Hybridbaugrup- 
pen und Leiterplatten mit den im Anspruch 9 genannten 55 
Merkmalen hat den Vorteil daB die elektrischen Ver- 
bindungen einfach und mit hoher Fertigungssicherheit 
automatisch herstellbar sind. Dies wird durch die opti- 
male Ausrichtung der AnschluBfahnen der Leiterplatte 
gegenaber den Kontaktflachen der Hybridbaugruppe so 
erreicht und durch das einfach ausfOhrbare Lotverfah- 
ren. Besonderer Vorteil des Verfahrens ist es, daB die 
FertigungsprOfung durch Sichtkontrolle durchfuhrbar 

ist 1. J 

Durch die in den AnschluBfahnen bei einer besonde- 
ren Ausfuhrungsform des Verfahrens vorgesehenen 
Ausnehmungen bzw. Locher ist die KontroUe des L6t- 
flusses besonders leicht mSglich. 



nende Unterlage aufgebracht. beispielsweise geWebt. 
An diese Hybridbaugruppe ist eine flexible Leiterplatte 
4 herangefflhrt, deren an die Hybridbaugruppe angren- 
zende Bereiche ebenfalls mit dem Kuhlkorper 3 ver- 
klebtsind. i 

Die flexible Leiterplatte 4 besteht bier beispielsweise 
aus einer TrtgerfoUe 5, einer KupferfoUe 6 sowie emer 
Deckf olie 7. _ , „ _ 

In Fig. 1 sind auch zwei von dem KQhlkorper ausge- 
hende, durch die Leiterplatte 4 hindurchragende. als Jus- 
tiereinrichtung dienende Fangstifte 8 erkennbar. ^ 
Von der flexiblen Leiterplatte 4 gehen AnschluBfah- 
nen 9 aus, die auf der Hybridbaugruppe 1 enden. 

In Fig. 2 sind gleiche Teile mit gleichen Bezugsza- 
chen versehen. so daB auf deren Beschreibung verzich- 
tet werden kann. In Fig. 2 ist erkennbar, daB die Leiter- 
platte 4 einen Auschnitt 10 aufweist, in dem die Hybnd- 
baugruppe 1 angeordnet isL Es sind mehrere Kontakt- 
flachen 11 der Hybridbaugruppe 1 angedeutet, auf de- 
nen die AnschluBfahnen 9 der flexbilen Leiterplatte 4 zu 
liegen kommen. Aus der Draufsicht ist erkennbar, daB 
die Fangsdfte 8 in zugehSrige Fanglocher 12 m der flexi- 
blen Leiterplatte passen. Durch die aus Fangstift und 
Fangloch bestehende Justiereinrichtung werden die An- 
schluBfahnen 9 der flexiblen Leiterplatte genau auf die 
Kontaktflachen 11 der Hybridbaugruppe ausgenchtet 

In Fifr 3 sind eine AnschluBfahne 9 der flexiblen Lei- 
terplatte 4 sowie eine Kontaktflache 11 der Hybridbau- 
gruppe 1 vergrdBertdargestellt Erkennbar ist luer auch 
50 line Ausnehmung bzw. ein Loch 13 in der AnschluBfah- 

"^Nachdem die Hybridbaugruppe 1 auf dem KuW^dr- 
per 3 festgeWebt wurde, wird die flexible Leiterplatte 
auf dem Kiihlkorper aufgebracht und durch die Justier- 
einrichtung bzw. die Fangstifte 8 und -lecher 12 genau 
ausgerichtet Dadurch liegen die AnschluBfahnen 9 so 
auf den Kontaktflachen 11 der Hybridbaugruppe 1. daB 
durch em BOgel-Ldtverfahren eine elektrische Verbm- 
dung hergestellt werden kann. Dabei werden m emem 
Arbeitsgang mehrere AnschluBfahnen 9 mit den zuge- 
hdrigen Kontaktflachen gleichzeitig verbunden. An- 
schlieBend ist eine Sichtkontrolle der Kontaktstellen oh- 
ne weiteres mSgHch. wobel aufgrund der LScher 13 m 
den AnschluBfahnen 9 der L^tfluB an den Kontaktstel- 
len sehr leicht kontrolliert werden kann. , 

In der Seitenansicht in Fig. 4. in der wiederuni gleiche 
Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen smd, ist em 
Halterahmen 14 erkennbar. der auf die Fangstifte 8 auf- 
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gesetzt und mit diesen beispielsweise durch Verldten 
verbunden ist Der Halterahmen dieni einerseits als 
Schutz der elektrischen Verbindungen bzw, der Hybrid- 
baugnippe und andererseits als Zugentlastung der elek- 
trischen Verbindungen. Die Zugentlastung kann durch 5 
Verkleben des Halterahmens 14 mit der flexiblen Lei- 
terplatte 4 erreicht werden. Es ist jedoch auch mfiglich, 
durch Vorsprunge auf dem Halterahmen und entspre- 
chende Ausnehmungen in der flexiblen Leiterplatte ei- 
nen FormschluB und damit eine Zugentlastung zu errei- 10 
chen. Durch die gestrichelte Linie ist angedeutet, daB 
ein zusatzlicher Schutz der Hybridbaugruppe und/oder 
elektrischen Verbindung durch ein Gel 15 erreicht wer- 
den kann, das in den Innenraum des Halterahmens ein- 
gegossen wird. Das Gel verhindert. daB Umwelteinfliis- 15 
se die elektrischen Verbindungen oder die Bauelemente 
2 der Hybridbaugruppe 1 beeintrachtigen. 

In den Fig. 1 und 4 ist die Hybridbaugruppe auf die 
Oberfiache des ICuhlkorpers 3 aufgeklebt Es ist jedoch 
auch mdglich. eine Vertiefung in den Kuhlkorper, der 20 
beispielsweise auch aus DruckguB hergestellt werden 
kann, einzubringen, und die Hybridbaugruppe in diese 
Vertiefung einzukleben. 

Die in den Figuren gezeigte flexible Leiterplatte 4 
kann direkt in einen verstarkten Bereich ubergehen, in 25 
dem weitere Bauelemente angeordnet sind. Es ist auch 
mdglich, die flexible Leiterplatte 4 Qber geeignete Kon- 
taktierungseinrichtungen mit starren Leiterplatten zu 
verbinden. 

Die Herstellung der elektrischen Verbindung wird 30 
dadurch sehr erleichtert, daB durch die Justiereinrich- 
tung 8, 12 eine optimale Ausrichtung der AnschluBfah- 
nen9 gegeniiber den Kontaktfiachen 11 auf der Hybrid- 
baugruppe 1 erreicht wird. Die AnschluBfahnen sind die 
Enden der Kupferleiterbahnen der flexiblen Leiterplat- 35 
te. Die Verbindung mit den Kontaktfiachen erfolgt 
durch L6ten, beispielsweise durch eine Bugel-Lotung, 
wobei jeweils alle Lotverbindungen einer Seite einer 
Hybridbaugruppe gleichzeitig hergestellt werden. FOr 
diese Art Verbindung ist beispielsweise auch das Re- 40 
fIow-L6tverfahren geeignet Das notwendige Lot befin- 
det sich entweder auf den AnschluBfahnen oder auf den 
Kontaktfiachen der Hybridbaugruppe. Es ist jedoch 
auch moglich, beide Teile mit Lot zu versehen. 

Durch die einfache Ausrichtung und die einfache Her- 45 
stellung der Verbindung sind groBserien-taugliche Fer- 
tigungsverfahren mit groBer Fertigungssicherheit bei 
der Herstellung der elektrischen Verbindungen einsetz- 
bar. Die Qualitat der Lotverbindung ist ohne Zerstd- 
rung der Verbindungsstellen einfach durch Sichtkon^ 50 
trolle durchfuhrbar, wobei durch das Loch 13 in der 
AnschluBfahne 9 der LotfluB sehr leicht uberpriift wer- 
den kann. 

Die mit diesem Verfahren herstellbaren elektrischen 
Verbindungen sind sehr robust, so daB grundsStzlich ein 55 
Schutz der Verbindungen nicht erforderlich ist Bei rau- 
hen Bedingungen ist es jedoch auch mSglich, durch den 
in Fig. 4 dargestellten. oben erwahnten Halterrahmen 
die Verbindungen und auch die Hybridbaugruppe zu 
schOtzea 60 

Patentanspruche 

1. Elektrische Verbindung zwischen einer Hybrid- 
baugruppe und einer Leiterplatte, gekennzeichnet 65 
durch flexible, als AnschluBfahnen (9) dienende Be- 
reiche der Leiterplatte (4). 

2. Elektrische Verbindung nach Anspruch 1, da- 
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durch gekennzeichnet, daB die AnschluBfahnen (9) 
im Bereich ihrer auf den Kontaktfiachen (11) der 
Hybridbaugruppe (1) aufliegenden Enden eine 
Ausnehmung(13) aufweisen. 

3. Elektrische Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, 
gekennzeichnet durch eine Justiereinrichtung (8, 
12) die die AnschluBfahnen (9) der Leiterplatte (4) 
gegeniiber der Hybridbaugruppe (1) ausrichtet. 

4. Elektrische Verbindung nach Anspruch 3. da- 
durch gekennzeichnet, daB die Justiereinrichtung 
einen von der Unterlage (3) der Hybridbaugruppe 
ausgehenden Fangstift (8) aufweist, der in ein ent- 
sprechendes Fangloch (12) in der Leiterplatte (4) 
eingreift. 

5. Elektrische Verbindung nach einem der Ansprti- 
che 1 bis 4, gekennzeichnet durch einen der Zugent- 
lastung der elektrischen Verbindung und/oder dem 
Schutz der Hybridbaugruppe und der elektrischen 
Verbindung dienenden Halterahmen (14) . 

6. Elektrische Verbindung nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halterahmen von 
den Fangstiften (8) der Justiereinrichtung gehalten 
wird. 

7. Elektrische Verbindung nach einem der Anspru- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Hy- 
bridbaugruppe (1) und der unmittelbar benachbar- 
te Bereich der Leiterplatte (4) auf einer gemeinsa- 
men Unterlage angebracht sind. 

8. Elektrische Verbindung nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Hybridbaugruppe 
(1) und der flexible Bereich der Leiterplatte (4) mit 
einem gemeinsamen Kflhlkdrper (3) verklebt sind. 

9. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen 
Verbindung zwischen einer Hybridbaugruppe und 
einer Leiterplatte nach einem der Anspruche 1 bis 
8, gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

— elastische AnschluBfahnen (9) der Leiter- 
platte (8) werden in einer eindeutigen Lagezu- 
ordnung auf Kontaktfiachen (11) der Hybrid- 
baugruppe (1) angeordnet und in dieser Lage 
mittels einer Justiereinrichtung (8, 12) fixiert, 
anschlieBend werden 

- mehrere elektrische Verbindungen zwi- 
schen der Hybridbaugruppe (1) und der Leiter- 
platte (4) gleichzeitig durch Bugel-Ldtung her- 
gestellt. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die LStverbindungen durch SichtprQ- 
fung kontrolliert werden. 
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